台灣半導體研究中心 異質整合製程組
雷射去接合系統(Laser Debonder) 
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系統簡介:
3D雷射去接和(Laser Debonder)系統，可用於6吋及8吋晶圓之暫時性接合試片，於晶圓薄化製程後之去接合。

可快速無損傷之雷射去接合製程可應用於2.5D 中介層(Interposer)製程及3D薄型化(SOIC)製程，達到薄化試片之製程及轉移。
2. 技術規格：
355nm固態雷射高頻快速掃瞄，6 、8吋晶圓。
雷射配合特殊的剝離塗層，特殊薄塗層、對雷射吸收度高，抗化性優。
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解膠後以檸檬香精及異丙醇溶劑清洗，清洗效果佳。

